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Abstract (en)

[origin: US2024237153A1] A composite body including a substrate with a front side, a rear side and an outer edge, and an electrically conductive
paper layer, wherein the electrically conductive paper layer is at least partially arranged on the front side of the substrate and at least partially
encompasses at least two conductive tracks. The at least two conductive tracks are at least partially arranged on the rear side and/or the outer edge
of the substrate. Further described is a use of the composite body and a method for producing a composite body. Further described is a contacting
device for electrically contacting an electrically conductive paper layer of a composite body.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Verbundkdrper umfassend ein Substrat mit einer Vorderseite, einer Rickseite und einer AuBBenkante und eine elektrisch
leitfahige Papierlage, wobei die elekirisch leitfahige Papierlage zumindest teilweise auf der Vorderseite des Substrats angeordnet ist und mindestens
zwei Leiterbahnen zumindest teilweise umfasst. Die Aufgabe, die Nachteile des Stands der Technik zu Gberwinden und einen verbesserten
Verbundkérper bereitzustellen, wird dadurch geldst, dass die mindestens zwei Leiterbahnen zumindest teilweise auf der Riickseite und/oder der
AuBenkante des Substrats angeordnet sind. Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Verwendung des Verbundkdrpers sowie ein Verfahren zur
Herstellung eines Verbundkdrpers. Zudem betrifft die Erfindung eine Kontaktierungsvorrichtung zur elektrischen Kontaktierung einer elektrisch
leitfahigen Papierlage eines Verbundkérpers.
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